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Ⅰ. 서론

AMD(Advanced Micro Devices, Inc)는 미국의 팹리

스 반도체업체로 컴퓨터, 노트북, 데이터센터용 중

앙처리장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 

처리장치인 GPU(Graphics Processing Unit), 필드 프

로그래머블 게이트 어레이(FPGA: Field Programmable 

Gate Array), 가속처리장치(APU: Accelerated Processing 

Unit)를 설계한다. 

1969년 5월 페어차일드 출신인 제리 센더스가 7

명의 동료와 함께 설립해 캘리포니아주 산타바바라

에 위치해 있다. 

AMD는 개인용 컴퓨터 CPU 분야에서 ‘라이젠

(Ryzen)’ 브랜드로 인텔과 경쟁하고 있고, GPU에서

는 ‘라데온(Radeon)’ 라인업으로 엔비디아와 경쟁하

고 있다 [1].

1972년 9월 나스닥에 상장했으며, 2006년 7월 그

래픽카드 제조업체인 ATI 테크놀로지를 54억 달러

에 인수합병해 GPU 시장에 진출하였다 [2].

창업 초기에는 반도체를 직접 제조하였으나 2008

년 이후 생산은 TSMC에 위탁하며 반도체 설계에 

전념하고 있다.
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2010년 초 인텔과 경쟁하면서 제품 성능이 떨어

지고 발열까지 심해 경영위기를 초래했으나, 2012

년 리사 수(Lisa Su) 박사를 부사장으로 영입해 가성

비가 뛰어난 제품을 출시해 인텔을 누르고 업계의 

강자로 부상하였다.

본고에서는 CPU에서 인텔의 아성을 무너뜨리고 

급속히 성장하고 있는 AMD의 성장과정과 반도체 

기술 동향을 분석하고, 우리에게 주는 시사점을 도

출하고자 한다.

Ⅱ. AMD 성장 과정 

1. 성장 과정 

1969년 5월 스타트업으로 설립된 AMD는 초기

에 페어차일드와 내셔널 세미컨덕터가 설계한 마

이크로칩의 2차 공급원이 되었고, 로직반도체 생

산에 집중하였다. 1969년 11월 최초 제품으로 4비

트 MSI 시프트 레지스터인 Am9300을 출시하였고, 

1970년에는 Am2501 로직 카운터를 생산해 성공적

으로 판매하였다. 1971년에는 64비트 양극 RAM인 

Am3101을 기점으로 RAM 칩 시장에 진출하였다. 

2006년 7월에는 그래픽카드 제조업체인 ATI테크

놀로지스를 54억 달러에 인수합병하면서 본격적으

로 GPU 시장에 진출하였다. 2007년을 기점으로 스

파이더, 드래곤과 같은 데스크탑 플랫폼의 코드명

을 사용하기 시작했다 [3].

표 1에서 보듯이 AMD의 주요 제품으로는 프로

세서(CPU), 그래픽카드(GPU), 엑셀러레이터(APU), 

소프트웨어 등이 있다. CPU와 GPU는 각각 서버, 

워크스테이션, 임베디드, 세미커스텀, 노트북, 데스

크탑용 등으로 세분화되어 있다. 

초기에는 직접 반도체 생산공장(팹)을 설립해 운

영하였으나, 생산을 외부에 위탁하고 연구개발에 집

중하는 것이 효율적이라 판단해 팹을 따로 떼어내 

표 1  AMD의 주요 제품 및 기술

구분 소분류 내용

프로

세서

서버 AMD EPYC: x86 서버 CPU

워크스테이션
AMD RyzenTM

Threadripper PRO

임베디드
임베디드솔루션

ADVANTECH 

세미커스텀
콘솔 솔루션: MS, 닌텐도, 소니가 

채택

노트북
랩탑 프로세서: 비즈니스 및 

상업용, 개인용 리소스

데스크탑
비즈니스 및 상업용 프로세서로 전문

가용

CHROME

BOOK

엔터프라이즈, 가족 및 개인, 

학생 및 교사

그래픽

워크스테이션
RADEONTM PRO

워크스테이션용 GPU

임베디드
고급 3D 그래픽, 동영상 디코딩 및 

인코딩, 디스플레이 지원 GPU

세미커스텀
고객 설계한 IP 포함하도록 솔루션 

커스텀화

노트북
랩탑용 RADEONTM

그래픽

데스크탑
RADEONTM RX그래픽

게이밍과 게이머용

엑셀러

레이터

AMD 

InstictTM 

MI시리즈

HPC와 AI의 융합과 결합, 데이터센

터 연산

소프트

웨어

ROCmTM
CPU 및 GPU 통합해 고급컴퓨팅 

토대 제공 

Infinity HUB
진보된 GPU SW 및 HPC, AI, 머신

러닝 앱

RADEONTM

PRO SW

전문 사용자의 니즈를 위한 유저 인터

페이스

RADEONTM

ProRender

실사 이미지 제작 물리 기반 렌더링 

엔진

RADEONTM 

SW

깔끔하고 사용이 간편한 인터페이스 

제공

Ryzen 

Master

유틸리티

프로세서를 위한 강력한 오버클러킹 

유틸리티

StoreMI 기술
데스크탑 PC에서 스토리지를 빠르고 

쉽게 확장, 가속화

출처  Reproduced from [5].

2008년 자회사 글로벌 파운드리로 분사시켰다 [4]. 

이후로 AMD는 생산은 TSMC의 최신기술에 맡
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기고, 반도체 설계에 전념하는 팹리스로 변모해 기

술력 배양에 집중할 수 있었다.

2. 경영위기와 CEO 리사 수의 영입

2010년 초 인텔이 ‘코어2 프로세서’로 성공을 거

두자 AMD는 인텔과 경쟁하기 위해 차세대 CPU 아

키텍처 불도저 및 CPU와 GPU를 하나로 묶은 APU

를 출시하였다. 그러나 불도저는 성능이 떨어지고 

발열현상까지 생겨 실패했고, APU 제품군도 지원

할 앱이 없어 시장에서 외면당했다. 그 결과 2012년 

AMD 매출은 54억 2,000만 달러로 감소했으며, 11

억 8,000만 달러 순손실을 기록하면서 최악의 경영

위기에 직면하였다.

위기를 타개하기 위해 AMD 이사회는 프리스케

일(Freescale) 반도체 CTO였던 리사 수 박사를 글로

벌 사업부문 부사장으로 영입했다. 리사 수는 7%

에 달하는 인력을 감축하며 구조조정을 단행했다. 

또 사업다각화 전략으로 APU를 게임 콘솔 소형화 

반도체로 바꾸어 소니 플레이스테이션4와 마이크

로소프트 엑스박스원에 채택되었다. 그 결과 게임 

콘솔 매출이 급증하여 영업이익이 흑자로 전환되었

다 [6].

리사 수는 경영성과를 인정받아 2014년 10월 

CEO로 취임하였고, 제품의 품질향상에 박차를 가

하면서, PC, 클라우드, 수퍼컴퓨터, 인공지능, 게임 

콘솔 분야를 아우를 수 있는 아키텍처 개발에 몰두

했다 [7]. 

2017년 젠(ZEN) 아키텍처 기반 CPU ‘라이젠

(Ryzen)’을 출시해 CPU에서 인텔을 능가하는 성

과를 거두었다. 또 클라우드 컴퓨팅에서는 ‘에픽

(EPYC)’ CPU로 기술력과 높은 가성비로 구글 등을 

고객으로 유치하여 인텔의 시장을 잠식하였다 [8].

그 결과 매출과 영업이익이 급증하고 주가가 폭

등하기 시작했다. 이러한 성장은 데이터 시대 도래

에 맞춰 전략적 방향을 전환한 리사 수 CEO의 리더

십에 기인한다 [9].

리사 수 CEO는 2021년 CES에서 향후 데이터센

터와 클라우드에 집중하겠다고 천명하였다 [10]. 이

의 일환으로 2020년 10월 FPGA의 강자인 자일링스

(Xilinx)를 350억 달러에 인수한다고 발표했다.

AMD는 2021년 9월 2025년까지 인공지능(AI) 교

육과 고성능 컴퓨팅(HPC), 애플리케이션용 ‘에픽

(EPYC)’ CPU와 ‘인스팅드(Instinct)’ GPU의 에너지 

표 2  AMD, 인텔, 엔비디아의 비교

구분 AMD Intel NVIDIA

설립일 1969.5 1968.7 1993.4

설립자
제리 샌더스 등 

7인

고든 무어, 로

버트 노이스

젠슨 황 등 

3인

CEO 리사 수 펫 겔싱어 젠슨 황

’20 매출액 97억$ 728억$ 106억$

’21 매출액 159억$ 731억$ 163억$

매출

증가율
64.4% 0.5% 52.7%

’20 영업이익 14억$ 237억$ 29억$

주식상장 1972년 1971년 1999년

주가($)

’22.1.17
133.68 55.7 269.42

주가($)

’19.1.18
20.77 49.19 156.93

3년간 주가상

승률
644% 113% 172%

시가총액

’22.1.17
1,653억$ 2,260억$ 6,735억$

’21 종업원 15,500 110,600 18,975

주요

제품

CPU, GPU, 

FPGA, APU

CPU, 마이

크로프로세

서, 메인보드

칩셋, 모뎀, 

SSD

GPU, 모바

일 프로세서, 

AI 칩, 

메타버스 칩

미래

비전

고성능 컴퓨팅 

한계를 클라우드 

인프라와 PC 

전반으로 확장

종합반도체기

업(IDM) 2.0

으로 파운드

리 시장 

재진출

하드웨어, 소

프트웨어, 플

랫폼 구비한 

종합컴퓨팅

업체
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효율성을 30배 개선하겠다고 선언했다. 이는 회사 

운영, 공급망, 제품 전반에 걸쳐 ESG(환경·사회·지배

구조) 경영을 강화하기 위한 포석이다. 

목표를 달성하면 2025년 수십억 KWh 용량의 전

력을 절약하는 등 에너지 소비를 97% 감축해, AMD 

CPU나 GPU를 사용하는 구매자들은 타사의 동급 

제품 구매자보다 30배 더 적은 전력으로 같은 성능

을 경험할 수 있다 [11].

표 2에서 보듯이 AMD는 2020~2021년 매출증가

율 64.4%, 2019~2022년 시가총액 증가율 644%로 

세계 반도체업체 중 1위를 기록하였다. 또 2022년 

1월 시장조사기관 가트너(Gartner)가 발표한 세계 

반도체업체 매출순위에서 159억 달러로 2020년의 

14위에서 2021년 10위로 올라섰다 [12]. 

3. 성공요인

가. 설계부문(팹리스)과 파운드리의 분리

반도체산업은 생산시설인 팹(Fab)을 하나 건설하

는데 10조 원 이상의 자본이 투입되는 기술·자본집

약적 산업이다. 이러한 부담 때문에 설계만 하고 생

산은 위탁하는 팹리스(Fabless) 기업이 주류가 되고 

있다. 위탁생산 전문기업인 대만의 TSMC 및 UMC 

등도 분업화 흐름에 힘입어 급성장했다. 

AMD는 창업 초기 직접 반도체공장을 설립해 운

영하였으나 인텔과 경쟁하기 위해서는 생산공장을 

외주에 맡기고 자금을 확보해 설계에 전념하는 것이 

효율적이라고 판단해 팹 부문을 따로 분리해 2008

년 아부다비 왕가와 합작법인으로 자회사 글로벌 

파운드리(Global Foundry)를 설립했다. 그 후 생산을 

TSMC 등 파운드리 업체에 아웃소싱으로 맡기고, 

칩과 관련된 소프트웨어 개발에 집중할 수 있었다. 

CPU는 14나노(nm)에서 10나노, 7나노로 공정 

수준이 높아질수록 전력 대비 성능이 개선된다. 

TSMC 최신기술을 이용해 2019년 7나노 CPU를 선

보였고, 2021년 5나노 제품을 공개했다 [13].

반면, 인텔은 창립 초기부터 현재까지 자체 팹

에서 칩을 생산하고 있는데 초기에는 자체 팹의 경

쟁력이 인텔의 CPU 경쟁력에 도움이 되었으나, 

TSMC에 비해 규모의 경제면에서 불리해 자체 팹 

운영은 인텔에게 부담으로 작용하였다 [14]. 인텔의 

최신 팹이 10나노 공정인데 비해, TSMC의 주력 팹

은 7나노에서 5나노, 3나노로 계속 내려가고 있기 

때문이다. 인텔은 2023년경에야 7나노 칩을 내놓을 

것으로 전망된다 [15]. 

나. 선택과 집중의 경영전략

리사 수는 비주력사업은 철수하면서 중점부문

을 방대한 데이터를 처리하는 고성능 컴퓨팅(HPC)

으로 전환하고, APU 판매에서 생긴 이익을 새로운 

CPU 제품개발에 투입하였다. 이 결과 ZEN 아키텍

처를 개발하고 2017년 CPU ‘라이젠(Ryzen)’을 출시

하였다. 라이젠은 업계 1위 인텔의 제품보다 성능은 

떨어지지만 가격이 절반에 불과해 시장에서 대성공

을 거두었다. 그리고 매년 2세대, 3세대 제품을 잇

달아 선보이면서 성능도 인텔과 견줄 수 있는 수준

이 되었다 [16].

반면, 인텔은 여전히 미세공정 전환에 어려움을 

겪으면서 차세대 신제품 로드맵을 제대로 지키지 

못했다. AMD는 데스크탑 CPU는 물론, 데이터센

서, 노트북 부문에서도 빠르게 시장점유율을 높이

고 있다. 그 결과 AMD가 인텔을 위협하는 경쟁자

로 부상하였다.

다. 글로벌 테크기업들과의 협업

테슬라는 AMD의 특허를 활용해 자율주행차 전

용 인공지능 칩 개발을 추진했고, 2017년 9월 첫 시

제품을 테스트했다. 2021년 1월 중국산 모델Y에 이
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어 북미에 출시할 모델Y, 모델3의 마이크로 컨트롤 

유닛(MCU)에 AMD의 라이젠 칩을 탑재했고. 모델

S와 모델X의 신형 인포테인먼트 시스템에 라이젠 

가속처리장치(APU)와 RDNA2 기반 라데온 칩도 적

용했다 [17]. 

테슬라는 2012년부터 2018년까지 MCU 시스템

에 엔비디아의 테크라3 프로세서를 탑재했다. 2019

년 이후 인텔의 아톰 프로세서를 채택했다가 2021

년부터 AMD로 공급선을 변경했다. 이는 AMD의 

기술력을 입증한 것이라 할 수 있다.

AMD는 2021년 11월 메타(구 페이스북)에 데이터

센터 서버용 칩으로 에픽(EPYC) 프로세서를 공급하

기로 합의했다. 알파벳의 구글클라우드, 마이크로

소프트의 애저 등 주요 클라우드 서비스에 이어 메

타까지 확보하게 되면서 주요 파트너사와 협업을 

통해 PC 게이밍, 데이터센터 및 클라우드로의 전환

을 가속화하고 있다 [18].

그리고 대만의 미디어택과 협업하여 스마트폰 및 

태블릿PC용 모바일 AP 시장에 진출할 예정이다. 이

는 포트폴리오를 다변화하고 수익성을 극대화하기 

위한 포석이다. 

삼성전자는 2019년 AMD와 모바일 그래픽 설

계자산(IP)에 관한 전략적 파트너십을 체결하였다. 

2022년 1월 출시할 신형 스마트폰 갤럭시 S22의 AP 

‘엑시노스 2200’을 공개했는데, 기존 ARM의 GPU 

‘말리’가 아닌 AMD와 공동개발한 ‘RDNA 2’ 기반 

GPU ‘엑스클립스’를 탑재했다. 전력효율을 높이

고 그래픽 경쟁력 강화를 위해 AMD와 제휴한 것

이다.

이렇게 AMD는 향상된 기술력을 인정받아 테슬

라, 메타, 미디어텍, 삼성전자 등 글로벌 IT 기업과 

협업을 통해 거래선을 확대하며 매출을 증대시키는 

효과를 보고 있다. 

Ⅲ. 반도체 제품 개발 현황 

1. CPU

AMD는 CPU에서 라이젠(Ryzen) 제품군으로 인

텔과 경쟁하고 있다. 표 3에서 보듯이 라이젠은 현

재 3세대 제품군이 출시되었다. 2017년 출시한 

ZEN 아키텍처 기반 CPU 1세대 라이젠은 14나노 

공정에 기반하고 있다. 싱글코어 성능이 낮아서 인

텔에 비해 경쟁력이 떨어졌지만, 가격이 저렴해 가

성비 면에서 인텔을 압도했다. 라이젠은 입문급, 하

이엔드급, 기업용 등을 잇달아 출시해 AMD 성장의 

원동력이 되었다. 2017년 흑자로 전환했고, CPU 점

유율도 20%로 증가했다. 

그 후 지속적인 개발과 TSMC의 최신 7나노 공정 

도입으로 2020년 출시한 3세대 라이젠은 14나노 공

정의 인텔 CPU보다 성능은 16% 높고, 가격은 절반

에 불과하다. 

2020년부터 코로나-19 영향으로 반도체 공급 부

족현상이 심화되자 AMD는 주력모델인 중저가 라

인업 생산을 줄이고, 판매단가가 높은 고부가가치 

제품에 집중하였다. 팬데믹과 맞물려 데이터센터 시

장이 성장하면서 서버용 CPU에서 크게 약진하였다.

2021년 1월 ‘CES 2021’에서 ‘라이젠 5000 시리

즈’ 모바일 프로세서 제품군을 발표했다. 인텔에 비

해 디지털 콘텐츠 제작은 18%, 비디오 인코딩 44%, 

오피스 작업 7%, 디자인 작업 39% 등 향상된 성능

을 보였다 [19].

2021년 3월 ZEN3 기반 서버용 CPU ‘에픽(EPYC) 

7003’ 시리즈를 공개했는데, 마이크로소프트, 팀스, 

트위터, 줌을 비롯한 수백만 곳에 클라우드 서버용 

CPU를 공급하고 있다. 인텔의 ‘제온’ 프로세서와 

비교해 초당 자바 오퍼레이션 속도에서 에픽이 50% 

앞서 있다 [20].
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AMD CPU는 칩렛 구조로 단일 코어로서의 인텔

보다 다중 코어로서 에픽이 서버시장에서 유리하다. 

코어가 하나만 문제가 생겨도 인텔은 CPU 전체를 

교체해야 하지만, 에픽은 하나만 교체해도 되기 때문

에 수율 문제에서 자유롭고, 가격을 낮출 수 있다. 서

버 시장은 CPU를 대규모로 사용하기 때문에 AMD

가 전력 효율 등 가성비 면에서 매우 탁월하다 [21].

MD는 2021년 1월 CES에서 노트북용 차세대 

CPU ‘라이젠 6000 시리즈’를 공개했다. 6나노 공정 

기반의 ‘ZEN3+’ 설계구조로 새로운 그래픽 처리 

반도체 RDNA2도 탑재했다 [22]. 

기존 제품보다 처리속도가 11~28% 빠르고, 뛰어

난 배터리 성능, 타사 제품을 압도하는 그래픽과 최

적화된 PC 성능을 과시한다 [23].

2022년 하반기 차세대 ZEN4 기반 CPU ‘라이젠 

7000’ 시리즈를 출시할 예정인데, 3D 캐시를 통해 

게임 성능이 15% 향상될 것으로 기대하고 있다. 5

나노 공정을 도입하면서 7나노 공정에 기반한 인텔

의 12세대 코어 프로세서를 압박할 것이다.

AMD는 2021년 1분기 전 세계 CPU 점유율에서 

50.7%를 차지하며 인텔을 추월했다. 노트북과 서버 

시장 점유율은 인텔이 각각 80%, 60% 이상 앞섰지

만, 양자 간 차이가 좁혀지고 있다.

성능 면에서 AMD는 자체적으로 엔비디아의 

RX 시리즈보다 퍼포먼스가 낫다고 홍보하고 있다. 

AMD는 2021년 1분기 매출 34억 4,500만 달러, 영

업이익 6억 6,000만 달러를 기록했는데, 전년 동기

대비 93%, 274% 증가했다. 컴퓨터와 그래픽 분야에

서 46% 성장했고, 기업 임베디드 및 세미커스텀 부

문 매출은 286% 증가했다 [24]. 

인텔은 AMD의 공세에 대항해 2021년 3월 펫 겔

싱어 CEO는 ‘종합반도체(IMD) 2.0’ 전략을 발표하

표 3  AMD의 CPU 라이젠 세대별 비교

구분 1세대 2세대 3세대

출시 2017.7 2018.10 2020.5

제품 ZEN ZEN+ ZEN2

서밋

릿지 

• RyzenTM3 1200, 1300X 

• RyzenTM5 1400, 1500X

• RyzenTM7 1700, 1700X, 1800X

• RyzenTM3 2300X, 2500X, 2600X, 

2700X

• RyzenTM3 3100, 3300, 3600, 3700X, 

3800XT, 3900X, 3950X

하이

엔드

• RyzenTMThread

• ripperTM 1900X, 1920X, 1950X

• RyzenTMThread

• ripperTM 2920X, 2950X, 2970WX, 

2990WX

• RyzenTMThread

• ripperTTM 3960X, 3970X, 3990X

내장

그래픽

장착

RyzenTM3 2200G, 2400G RyzenTM3 3200G, 3400G
RyzenTM3 pro4350G, 5pro 4650G, 

7pro 4750G 

사양

RyzenTM3 1200

• CPU코어: 4

• 스레드수: 4

• 최대부스터 클럭: 3.4GHz

• 기본클럭: 3.1GHz

• 방열솔루션: Wraith Stealth

• 기본TDF/TDP: 65W

• CMOS: 14nm

• 소켓: AM4

RyzenTM3 2300X

• CPU코어: 4

• 스레드수: 4

• 최대부스터 클럭: 4GHz

• 기본클럭: 3.5GHz

• 방열솔루션: Not included

• 기본TDF/TDP: 65W

• CMOS: 14nm

• 소켓: AM4

RyzenTM3 3100

• CPU코어: 4

• 스레드수: 8

• 최대부스터 클럭: 3.9GHz

• 기본클럭: 3.6GHz

• 방열솔루션: Wraith Stealth

• 기본TDF/TDP: 65W

• CMOS: 7nm FinFET

• 소켓: AM4

출처  Reproduced from [5].
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표 4  AMD의 라데온(Radeon) 그래픽 카드

구분 제품 내용

워크

스테이션

PRO

W6600

• CAD 디자인 및 모델링

• 시각화 및 실시간 멀티태스킹 워크

플로 가속

• 4X 디스플레이

• 8K HDR 워크로드

• 스트림 프로세서: 1792

• 컴퓨팅유닛: 28

PRO 

W6800

• 시각화 및 실시간 멀티태스킹 워크

플로 가속

• 8K 비디오 편집

• 6X 디스플레이

• 스트림 프로세서: 3840

• 컴퓨팅유닛: 60

임베

디드

RadeonTM

E9170

• 낮은 전력소비

• 작은 공간의 고해상도 그래픽

• 팬이 없는 설계 및 향상된 내구성

세미

커스텀

콘솔

솔루션 

• 각 콘솔 설계에 맞춘 전용 AMD 프

로세스,멀티코어 AMD CPU, 그래

픽기술이 하나의 칩에 내장

• MS, 닌텐도, 소니는 AMD 기술 

  탑재

노트북

RadeonTM

RX6000M

시리즈

• 고주사율 게이밍경험 및 고급콘텐츠 

제작기능 병행수행

• 높은 FPS 성능, 고차원 시각 및 

  효율성 제공

• 실사에 가까운 비주얼 제공해 사실

에 가까운 조명 구현

데스크탑

RadeonTM

RX6000, 

RX6800, 

RX6800XT, 

6900XT

• 극한의 엔지니어링 및 디자인

• 4K 게이밍 성능/평균 10개 게임

• 2X 효과적인 대역폭

• 전력효율, 성능

출처  Reproduced from [27].

며 7나노 기반 제품 제작 계획을 발표하였다. 

2. GPU

GPU 시장에서는 부두 시리즈의 3DFX, 버지의 

S3, 메트록스가 경쟁하였으나 결국 엔비디아와 ATI

만 살아남았다. 이후 ATI는 AMD에 인수되어 GPU 

시장도 엔비디아와 AMD의 양강체제로 고착되었

다 [25]. 

AMD는 GPU에서 표 4에서 보듯이 ‘라데온(Rade-

on)’ 라인업으로 엔비디아의 ‘지포스(GeForce)’와 경

쟁하고 있다. 2020년 ‘라데온 RX 6000’시리즈를 출

시했는데 엔비디아의 ‘지포스 30’ 시리즈에 대응하

는 성능을 발휘하고 있다. 

AMD는 신제품으로 2021년 8월 ‘라데온 RX 

6600’ 시리즈를 공개했으며 삼성전자와 개발 중

인 RDNA2 기반 GPU도 출시할 예정인데 50% 

성능이 향상됐다 [26]. AMD가 공개한 노트북용 

‘RX6000M’ 시리즈는 ‘RDNA2’ 게이밍 아키텍처

가 탑재됐는데, CPU 시장에서 벗어나 엔비디아의 

GPU 시장으로 빠르게 침투하고 있는 것을 보여주

고 있다. 출시 제품은 6000M, 6700M, 6800M 등 세 

개 제품으로 엔비디아의 RTX 3060, 3070, 3080에 

대응하고 있다. 

성능면에서 AMD는 자체적으로 엔비디아의 RX 

시리즈보다 퍼포먼스가 낫다고 홍보하고 있다. 

RDNA2 그래픽카드 아키텍처는 테슬라 모델S와 X, 

삼성전자 엑시노스에 탑재될 예정이다.

AMD는 2021년 6월 공간 업스케일링 기술인 

AMD 피델리티(Fidelity) FX 슈퍼 해상도(FSR: Super 

Resolution)를 공개했다. 100개 이상의 AMD 프로세

서 및 GPU에서 지원하는 AMD FSR은 이를 지원하

는 게임은 최대 4K급 화질을 유지하면서 평균 2.4배 

높은 게임 성능을 유지할 수 있다. 

AMD FSR은 오픈소스 크로스 플랫폼 기술로, 현

재 40개 이상의 개발사가 각종 인기게임 타이틀 및 

게임엔진에 해당 기술을 도입할 예정이다. 현재 ‘22

레이싱 시리즈’, ‘아노1800’, ‘갓폴’, ‘킹스헌트’, ‘터

미네이터: 레지스탕스’, ‘더 리프트브레이커’ 등 7개 

게임 타이틀이 FSR 기술을 지원한다. 

AMD FSR은 초고성능(Ultra Quality), 고성능(Qual-

ity), 균형(Balance), 성능(Performance) 등 네 가지의 이

미지 품질 옵션을 제공해 게이머가 상황에 따라 개

발할 수 있도록 오픈소스 커뮤니티 ‘AMD GPU 
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Open’을 통해 FSR의 핵심요소를 무료로 배포하고 

있다 [28].

3. FPGA

FPGA(Field Programmable Gate Array)는 설치 후 하

드웨어적으로 재설계가 가능한 반도체로 데이터센

터와 통신산업에 폭넓게 사용된다. 

미리 설계한 대로만 작동하는 ASIC(주문형 반도

체)와는 달리 FPGA는 설치 후 필요에 따라 설계를 

바꿀 수 있어 활용도가 높다. 일반 반도체에 비해 비

싸지만 반도체를 새로 구매하지 않고 업그레이드만 

하면 된다. 인공지능 연산과 데이터센터, 통신, 방

위산업 등 다양한 분야에서 사용되고 있다 [29]. 

AMD는 새로운 성장동력으로 데이터센터용 칩

을 선정했다. 기존 제품은 인텔이나 엔비디아보다 

뒤처져 있다는 평가를 받았다. 2021년 1월 자사 코

어 설계에 FPGA 요소를 갖춘 CPU 설계 특허를 출

원하였다. ‘컴퓨터 시스템의 효율적인 프로그램 가

능 명령을 위한 방법 및 장치’ 특허는 부동소수점 및 

정수 실행 유닛의 레지스터 같은 실제 CPU 리소스

를 공유하는 FPGA 요소가 CPU 코어 설계에 가미

되었다.

AMD는 데이터센터용 칩 부분을 강화하는 전략

으로 2020년 말 자일링스(Xilinx)를 350억 달러에 인

수하기로 하였다 [30]. 자일링스는 1984년 설립되어 

직원수는 5,000여 명에 달하는데, 용도에 따라 회로

를 바꿀 수 있는 반도체인 GPGA가 주력제품으로 

FPGA 시장의 절반을 점유하고 있다 [31]. 

자일링스는 4,000여 건의 특허를 보유하고 있는

데, 대다수 특허가 AMD와 같은 G06F 분야이고, 기

업문화, 기술전략, 비즈니스모델도 AMD와 유사해 

인수합병에 긍정적으로 작용했다. 삼성전자 등 글

로벌기업 6만여 개를 고객으로 두고 있으며, 최신 

전투기인 록히드 마틴 F-35에 자일링스 제품이 탑

재되었다 [32]. 

합병 후 양사 합쳐 13,000여 명의 엔지니어 인력

을 보유하고, 연간 R&D 예산은 27억 달러에 달해 

막강한 기술력을 자랑하게 된다. AMD는 주력인 

CPU 시장과 함께 클라우드, 데이터센터 칩 시장까

지 공략하고, 무선통신, 데이터센터, 자동차 및 항

공기 분야 진출을 강화할 계획이다 [33]. 

4. APU

APU(Accelerated Processing Unit)는 AMD가 개발하

고 판매 중인 마이크로프로세서 자사 브랜드의 마

케팅 용어로 CPU와 GPU를 합쳐 융합적 성능을 

내는 통합 프로세서로 GPU 성능이 더 강조되고 

있다. 

APU는 CPU와 GPU를 한 다이 안에 탑재했으

며, CPU 모듈, 캐시, 내장 GPU 프로세서로 구성되

어 있다. CPU와 GPU가 상황에 따라 동시에 작동

하거나 독립적으로 작동하는 유기적 작업이 가능

하다. 

AMD의 APU는 2011년 A 시리즈인 ‘라노’의 출

시로 시작되었다. 이후 CPU인 라이젠 성공과 함께 

APU 라인업을 라이젠 시리즈에 통합하는 것으로 

재구축하여 데스크탑 및 노트북용으로 제작하였다. 

2017년 말에 출시된 라이젠 모바일과 2018년 초

에 출시된 8세대 APU 레이븐 릿지를 라이젠 브랜드

로 통합시킴에 따라 기존 A 시리즈 APU를 대체하

게 되었다.

표 5에서 보듯이 2021년 6월 출시된 5600G, 

5700G는 인텔의 i5, i7과 비견된다. 가격은 250달

러, 359달러로 저전력 CPU에 그래픽은 FPS 게임을 

FHD에서 최상 그래픽 옵션으로 70프레임까지 방

어할 수 있다 [35]. 
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표 5  AMD의 모바일 APU 제품

제품 내용

Ryzen 7 

4000시리즈
2020년 상반기에 출시한 동급 최대 옥타 코어

Ryzen 5 

4000시리즈
2020년 상반기에 출시한 동급 최대 헥사 코어

Ryzen 7

5800 U 

2021년 상반기에 출시한 ZEN3 아키텍처 기반 

동급 최대 옥타 코어

Ryzen 7

5700 U

2021년 상반기에 출시한 ZEN2 아키텍처 기반 

동급 최대 옥타 코어

Ryzen 5

5600 U

2021년 상반기에 출시한 ZEN3 아키텍처 기반 

동급 최대 헥사 코어

Ryzen 7

5500 U

2021년 상반기에 출시한 ZEN2 아키텍처 기반 

동급 최대 헥사 코어

출처  Reproduced from [34].

5. 모바일 AP

모바일 애플리케이션 프로세서(AP)는 스마트폰

의 두뇌로 데이터 처리를 담당하는 CPU에서 이미

지의 영상정보 구현에 최적화된 GPU를 포함해 5세

대(5G) 이동통신 모뎀 및 인공지능 신경망처리장치

(NPU: Neural Processing Unit) 등까지 통합시킨 핵심부

품이다. 현재 글로벌 모바일 AP 시장은 대만의 미디

어텍과 미국의 퀄컴이 양분하고 있다. 

2021년 8월 AMD는 미디어텍과 손잡고 스마트폰 

및 태블릿PC용 모바일 AP 시장에 진출할 것이라는 

보도가 나왔다. 강점을 지닌 고급 GPU 기술을 통합

해 게이밍 성능에서 경쟁력을 갖출 것으로 기대된

다. 이는 포트폴리오를 다변화하고 수익성을 극대

화하기 위한 전략의 일환이다. AMD가 모바일 AP 

시장에 진출하게 되면 기존 업체인 컬컴과 삼성전

자 등은 비상이 걸릴 것이다 [36].

삼성전자는 2022년 1월 출시할 신형 스마트폰 갤

럭시 S22의 두뇌인 애플리케이션 프로세서(AP) ‘엑

시노스 2200’을 공개했다. 기존 ARM의 GPU ‘말리’

가 아닌 AMD와 공동개발한 ‘RDNA 2’ 기반 GPU 

‘엑스클립스’를 탑재했다. 이렇게 공급선을 바꾼 것

은 경쟁사인 퀄컴 스냅드래곤에 비해 전력소모가 

높고, GPU 성능이 떨어진다는 약점을 보완하고 그

래픽 경쟁력 강화를 위해 AMD와 손을 잡은 것이

다. AMD는 ‘RDNA 2’ 그래픽 아키텍처를 통해 PC, 

노트북, 게임 콘솔, 자동차에 이어 스마트폰까지 최

신 저전력 그래픽 솔루션을 제공한다 [37].

Ⅳ. 결론 및 시사점 

AMD는 지속적인 연구개발을 통해 다양한 신제

품을 출시하고 있다. 제품 판매가 호조를 보이자 

AMD 주가는 반도체업체 중에서 가장 높은 상승률

을 기록하고 있다 [38].

AMD 매출은 2021년 들어 두 배나 성장했다. 코

로나-19 영향으로 컴퓨팅 및 그래픽 부문 매출과 엔

터프라이즈 임베디드 및 커스텀 제품 매출이 급증

했고, 하이엔드급 제품 판매에 주력해 이익도 크게 

늘었다 [39]. 

국내 반도체산업은 종합반도체(IMD)에서 세계시

장 29%의 점유율을 기록하고 있으나 팹리스 산업은 

해외 선진국에 비해 매우 열악한 실정이다. 세계 팹

리스 시장에서 국내기업의 점유율은 삼성전자 시스

템LSI사업부를 제외하면 1%대에 불과해 대만(17%), 

중국(15%)보다 한참 낮다. 2000년대 들어와 20년간 

성장이 정체에 빠져 있다. 

국내 팹리스 업체로 LX세미콘(구 실리콘웍스), 텔

레칩스, 혜성디에스, 넥스트칩, 픽셀플러스, VSI, 실

리콘 마이터스 등이 있다. 국내에서는 삼성전자 시

스템LSI사업부와 LG 계열인 LX세미콘이 글로벌 경

쟁력이 있고, 나머지 업체들은 업황의 부침이 심하
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고 연매출 1,000억 원을 간신히 넘긴 상태이다.

대다수 중소기업으로 구성된 국내 팹리스기업들

은 우수인력 확보의 어려움, 기술투자 부담, 재무건

전성 악화, 중국기업과의 가격경쟁으로 어려움을 

맞고 있다 [40].

최근 들어서는 삼성전자 파운드리, DB하이텍 등 

코로나-19로 인한 반도체 공급 부족에 편승한 파운

드리 업계의 초호황으로 팹리스 업체들은 연구개발

과 반도체 시제품 설계를 지원하는 ‘멀티프로젝트

웨이퍼(MPW: Multi-Project Wafer)’ 생산에서 파운드

리를 확보하지 못하고 있다. 따라서 전력관리반도

체(PMIC: Power Management IC), 디스플레이구동칩

(DDI: Display Driver IC) 등 반도체 핵심품목과 인공

지능 등 첨단 반도체 신제품 개발에 차질을 빚을 것

으로 전망된다 [41].

반면 대만은 TSMC, UMC 등 세계 유수의 파운

드리 업체를 보유하고 있고, 미디어텍 등 팹리스 업

체들도 동반 성장하고 있는 등 양자 간 균형 있는 발

전과 협력으로 건전한 반도체산업 생태계를 구축하

고 있다.

AMD가 국내 팹리스 산업 발전에 주는 시사점으

로는 첫째, 자금과 기술 등 한정된 요소를 유망한 제

품 개발에 집중하는 전략으로 차세대 CPU 라이젠

을 출시했다. 둘째, 지속적인 기술개발로 신제품을 

출시해 매출 증대를 도모하고, 하이엔드 제품 판매

에 주력해 이익을 증가시켰다. 셋째, 테슬라, 삼성

전자, 미디어텍, 메타 등 글로벌 테크기업들과의 분

야별 협업을 통해 기술력을 인정받았다. 넷째, ADI 

테크놀로지와 자일링스를 인수합병해 우수인력과 

기술력을 흡수하고 GPU와 FPGA 강자로 부상해 매

출과 시장점유율을 늘릴 수 있었다. 

정부와 업계는 팹리스산업을 육성하기 위해 업체

들 간 인수합병을 통한 규모의 경제 실현, 반도체 인

력양성 지원, 팹리스와 파운드리 간 균형 있는 발전

을 유도해야 한다.

CPU(Central Processing Unit)  중앙처리장치로 명령어를 해

독하고 실행하는 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 핵심 부품으로 컴퓨

터 속도에 가장 영향을 많이 줌 

GPU(Graphics Processing Unit)  그래픽 처리장치로 영상정보

를 처리하고 화면에 출력시키는 일을 하는데, 게임들의 그래픽 사

양이 높아지면서 그래픽카드도 발전해 성능이 높아지고 있음 

FPGA(Field Programmable Gate Array)  프로그램이 가능한 

비메모리로 오류 발생 시 수정이 가능하고 개발시간이 짧으며, 비

용이 적게 드나, 속도가 느리고 복잡한 설계에 적용이 불가능함

약어 정리 

AMD	 Advanced Micro Devices
APU	 Accelerated Processing Unit
TSMC	 Taiwan Semiconductor 		

	 Manufacturing Company
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